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(54) Vorrichtung zur NaBbehandlung von Substraten 

(57) . Bei einer Vorrichtung zum Behandeln von Substraten 2 
in einem ein Behandlungsfluid 4 enthaltenden Behalter, 
boi der die Substrate 2 zusammen mit einem Substrattra- 
ger 1 in dem Behalter einsetzbar sind, wird ein sicherer 
Halt des Substrattragers 1 durch wenigstens ein mit dem 
Substrattrager in Eingriff bringbares Halteelement 10 er- 
reicht. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betriffi einc Vorrichtung zur NaBbehand- 
lung von Substrain in einem ein Behandlungsfluid enthal- 
tenden Behalter, wobei die Substrate zusaninien mit einem 
Substrattrager in den Behalier einsetzbar sind. 

In der EP-B-0 385 536 und der nicht vorveroffentlichten 
DE-A-197 03 646 sind Vorrichtungen zur NaBbehandlung 
von Substraten in einem ein Behandlungsfluid enthaltenden 
Behalier beschriebcn, bei denen die Substrate zusaninien 
mit einem Substrattrager in den Behalter einsetzbar sind. 
Die Substrate, bei denen es sich beispielsweise um Halblei- 
terwafer handelt, werden vor der NaBbehandlung in den 
Substrattrager eingesetzt und nachfolgend zusaninien mil 
dem Substrattrager in den das Behandlungsfluid enthalten- ' 
deri Behalter eirigebracht . Wahrend der NaBbehandlung in 
dem Behalter wird eine Stromung des Behandlungsfiuids in 
dcm Behalter crzcugt, um' die NaBbehandlung zu hcsehlcu-~ 
nigen. Dadurch besteht die Gefalin daB der Substrattrager in 
der Flussigkeit gemeinsam mit den Halbleiterwafern auf- 
schwimnit, insbesondere in den Fallen, bei denen ein leich- 
ter Substrattrager so wie leichte Halbleiterwafer verwendet 
werden. Dieser Effekt wird insbesondere auch durch die im 
Behalter erzeugte, von unteri nach oben gerichtete Fluidstro- 
mung verslarkt werden. Durch das Aufschwimmen des Sub- 
strattragers, besteht die Gefahr, daB die zu behandelnden 
Halbleiterwafer wahrend der NaBbeliandlung teilweise aus 
dem Behandlungsfluid herausragen. was dazu fuh'rt. daB die 
Halbleiterwafer nichl gieichmaBig behandelt werden. Dar- 
uberhinaus bleiben die Substrate und der Substrattrager 
nicht in einer definierten, vorgesehenen Lage,-so daB ein 
probleriifreies Ausbringen.der Substrate und des Substraltra- 
gers nacli der NaBbehandlung nicht moglich ist, 

Dei* Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine 
Vorrichtung der eingangs genannteri Art zu schaffen, bei der 
wahrend der NaBbehandlung von Substraten ein Auf- 
schwiminen des Substrattragers in dem Behandlungsfluid 
venniedeh wird. 

Die gestellte Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch ge- 
lost, daB in dem Becken wenigstens ein mit dem Substrattra- 
ger in Eingriff bringbares Halteelement vorgesehen ist, so 
daB der Substrattrager mil den darin enthalieneh Substraten 
wahrend der NaBbehandlung niedergehalten wird. Dadurch 
wird ein Aufschwimmen verhindert und es wird sicherge- 
stellt, daB die zti behandelnden Substrate vollstandig in dem 
Behandlungsfluid enthalten sind und gieichmaBig behandelt 
werden. Insbesondere /ermog lie ht die Vorrichtung den Ein- 
satz von EinlaBdusen mit starker Stromung, da selbst bei ei- 
ner starkeren Fluidstromung kein Aufschwimmen des Sub- 
strattragers moglich ist. 

GemaB einer bevorzugen Ausfuhrungsform sind zwei 
Halteelemente vorgesehen, die vorteilhafterweise auf ge- 
gen uberliegenden Seiten des Substrattragers angeordnei 
sind, urn ihn dazwischen einzuklemmen, und ihm einen 
Kraftschlussigen Halt zu bieten. 

GemaB einer Ausfuhrungsform ist wenigstens ein Haltee- 
lement ein Federelenient, das beim Einsetzen des Substrat- 
tragers in den Behalter Jeicht ausgelenkt werden kann, urn 
dann im eingesetzten Zustand des Substrattragers mit der 
Federvorspannung gegen diesen zu drucken und ihn zu hal- 
ten. Vorteilhafterweise kann das Federelenient auch durch 
einen Magneten, insbesondere eineh eingekapselten Elek- 
troniagneten ausgelenkt werden, um beim Einsetzen des 
Subtrattragers eine Reibuhg zu vernieiden, oder um den 
Kontaktdruck zwischen dcm Substrattrager und dcm Feder- 
elenient fur einen besseren Halt, zu erhohen. 

GemaB einer besonders vorteilhaften Ausfuhrungsform 
der Erfindung ist wenigstens ein Halteelement aufblasbar. 



Ein aufblasbares Halteelement ist besonders vorieilhaft, da 
eine Reibung zwischen dem aufblasbaren Element wahrend 
des Einsetzens des Substrattragers und soinit einc mogliche 
Parti keler/.eugung vermieden wird, da das aufblasbare Hai- 

5 teelement erst nach dem Einsetzen des Substrattragers mil 
Druck beaufschlagt wird und dann direkt gegen den Sub- 
strattrager drucki. Dadurch wird eine Reibung zwischen 
dem Substrattrager und dem Halteelement aut" ein Minimum 
reduziert. Ferner ist diese Halterung leichter und dennierter 

10 steucrbar und eignet sich besonders fur eine automalisch ge- 
sleuertc Anlage. 

'" * GemaB einer weitereh Ausfuhrungsform der Erfindung 
weist das Halteelement einen am Substrattrager angreifen- 
den Vorsprung;auf; der bevorzugt die Form einer Kuppel 

15 aufweist oder, spitz zulauft, um einen dehnierten Angriffs- 
punkt zu bildeh. ' '* 

Um einen foraischlussigen, sicher definierten Halt zu bie- 
tch weist der Substrattrager vorzugswcise : cine Aushehniung 
zum EingritT mit* dem Halleeiement auf t wobei der Vor- 

20 sprung an dem FTalteelemerit und die Ausnehmung vorteil- 
hafterweise komplementar ausgefonnt sind. 

GemaB einer weiteren besonders vorteilhaften Aus fuh- 
rungsfonn weist das Halteelement ein schwenkbares Halte- 
glied auf, damit der Substrattrager zunachst in das Becken 

25 eingesetzt und nachfolgend das; HaJleglied verschwenkl 
Werden kann, und somit wi&Jerurri keihe Reibung wahrend 
des Einsetzens zwischen dem Halteglied und'dem Substrat- 
trager en tsteiit. 

Zur Vermeidung von Kontamiriationen ist e:; besonders 

30 vorteilhaft, wenn das Haiteglied durch Aufblasen eines Teils 
des Halteelenients schwenkbar. ist. Hierdurch wird eine Par- 
likelerzeugung durch meGhariische Antriebsmitlel eliminiert 
oder zuniindest auf ein Minimum reduziert. 

Vorteilhafterweise weist der Substrattrager eine Schulter 

is zum Eingriff mit dem Halteglied auf, um einen positives si- 
cheren und defihienen Halt des Substrattragers zu gewahr- 
leisten. ' 

Die Erfindung _ : wird nachfolgend anhand bevorzugter 
Ausfiihrungsbeispiele unter Bezugnahme auf die Figuren er- 
40 lautert. Es .zeigen:; 

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht eines in einem Be- 
handlungsfluid befindlichen Substrattragers, der durch erfin- 
dungsgemaBe Halteelemente niedergehalten wird; 

Fig. 2 eine alternative Ausfuhrungsform eines Halteele- 
45 ments; 

F"ig. 3 eine schematische Seitenansicht wie Fig. 1, die 
eine weitere Ausfuhrung der erfindungsgemaBen Halteele- 
mente mil einem schwenkbaren Halteglied zeigi ; 

Fig. 4 eine schematische Seitenansicht wie Fig. I, die 

50 eine weitere Ausfuhrungsform der erfindungsgeinaBen Hal- 
teelemente zeigt; 

Fig. 5 eine schematische Seitenansicht wie Fig. 1, die 
noch eine weitere Ausfuhrungsforai der erfindungsgemaBen 
Halteelemente zeigt. 

55 In den Zeichnungen bezeichnen die gieichen Bezugszei- 
chen die gieichen Elemente der erfindungsgemaBen Vorrich- 
tung zur NaBbehandlung von Substraten. In Fig. 1 ist ein 
Substrattrager 1 mil darin befindlichen Substraten 2 darge- 
stellt.. Der Substrattrager 1 ist in einen nicht dargesiellten, 

(V) mit einem Behandlungsfluid 4 gefullten Behalter eingesetzt. 
Der Substrattrager 1 besitzt Seitenteile 6 und eine Oberseile 
7, die unterhalb der Oberflache 5 des Behandlungsfluids 4 
angeordnet sind, um sicherzustelien, daB die zu behandeln- 
den Wafer vollstandig in das Behandlungsfluid eingetaucht 

65 sind. 

Auf gegenuberliegenden Seiten des Substrattragers 1 sind 
aufblasbare Halteelemente 10 angeprdnel, .wobei das rcchte 
Halleeiement 10 im aufgebtasenen Zustand dargestcllt ist, 
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wahrend das linkc Halteelemeni 10 in einem.drucklosen Zu- 
stand dargestelll isi und dcr aufgeblasene Zustand durch 
eine gesi.richclle Linie angedeutet isi. Die Halieelemente 10 
werclen jeweils durch einen aufblasbaren Ballon 11 und cine 
Zuleitung 12 liber die Druckstroniungsmiuel in den Ballon 
11 geleiict werden kann., gebildet. Ferner werden die I-Iall.ce- 
lemente 10 mitiels einer nichi naher dargeslellten Vorrich- 
tung innerhalb.des Behalters in einer definierlen Posiiion ge : 
halten. Ini drucklosen Zusiand der Halieelenteme besitzi der 
Ballon 11 cine quadralischc Form und er ist von dem Scitcn- 
teil 6 des Subslraliragers 1 beabstandet. In diesem Zusiand 
kann der SubstraUrager daher ohne einen Kontakt und ohne 
Reibung zwischen die Halieelemente 10 eingeseizt werden. 
Wenn der Ballon 11 der Haiteelemente 10 mil Druck beauf- 
schlagt wird, blasi er sich auf und ein Seilenbereich des Bal- 
lons 11 bewegl sich in Richtung eines Seitenteils 6 des Sub- 
si rat i rage rs 1. .Da daB sich zwei Haiteelemente auf gegen- 
ubcrlicgcndcn Scit.cn. des Substrattragers befinden, wird dic- 
.ser zwischen den.Halteeleinenten eingekleniml. und gehal- 
ten, so daB der SubstraUrager 1 wahrend der NaBbchandlung 
der Wafer 2 nicht. auischwininien kann, und zwar auch dann 
nicht, wenn eine nach oben gerichtetc Stromung in deni Be- 
halter erzeugt wird. 

In Fig. 2 isi ein alternatives Ausfuhrungsbeispiel eines 
Halieelemenls 10 dargestelll. Das Halieelemeril 10 weist. 
wiederum einen aufblasbaren Ballon 11 auf, der ini druck lo- , 
sen Zusiand dargestelll ist, wobei der aufgeblasene Zustand 
mil einer gestrichelten Linie dargestelll ist. Der Ballon 11 isi 
eine in Richtung eines schematise!! dargeslellten Seilenleils 
6 des Substrattragers 1 weisenden Vorsprung 14 aui; Der 
Vorsprung .14 laufi. spitz zu und bildet eine Spitze 15, die ini 
aufgeblasene n Zustand des Ballons 11, gegen ein Seiienteil 6 
des Substratlragers 1 driickt. 

Fiig. 3 zeigt ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel der erfiiv 
dungsgemaBen Haltevorrichtung. Wie bei Fig. 1 ist ein 
Halbleiterwafer 2 enthaltender SubstraUrager 1 mil einer 
Oberseite 7 und Seitenteilen 6 in eine Behandlungsfliissig- 
keit 4 eingetaucht. Wiederum befindet sich die Oberseite 7 
des Substrattragers 1 unterhalb .der Oberflache 5 des Be-, 
handlungsfluids 4. An den Seitenteilen 6 des Substratlragers 
1 ist jeweils eine Schulier 16 ausgebildel. Auf gegeniiberlie- 
genden Seiten des Substrattragers 1 sind wiederum Haitee- 
lemente 10 angeordnet. Die Halteeleinente 10 weisen je- 
weils einen Ballon .11 sowie ein Halleglied 20 auf, welches 
durch Druckbeaufschlagung des Ballons 11 in Richtung des 
Substratlragers 1 zum EingrilT mil einer Schulier 16 eines 
Seitenteils 6 geschwenkt werden kann. In der Fig. 3 ist wie- 
derum das rechte Halteelemeni 10 in einem mil Druck be- 
aufschlagten Zustand gezeigt, wahrend das linke Halteele- 
meni 10 in einem drucklosen Zustand dargestelll ist. Beim 
Einsetzen des Substrattragers 1 sind beide Halieelemente 10 
drucklos und die Halteglieder 20 sind yon dem SubstraUra- 
ger 1 weggeschwenkt {wie dies bei dem linken Halteele- 
meni dargestelll ist), so daB der SubstraUrager frei und ohne 
Kontakt mil dem SubstraUrager 1 in den Behalter eingeseizt 
werden kann. Nach dem Einsetzen werden beide Halieele- 
mente 10 mil Druck beaufschlagt, so daB sich die Halteglie- 
der 20 zum SubstraUrager 1 hin schwenken und jeweils mil 
einer Schulier 16 eines Seitenteils 6 in EingrilT kommen, uni 
den Subslratlrager sicher niederzuhallen (wie dies bei deni 
rechten Halteelemeni 10 in Fig. 3 dargestelll ist). 

Fig. 4 zeigt ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel eines erfin- 
.dungsgemaBen Halteelements. Fig. 4 zeigt ahnlich den Fig. 
1 und 3 einen Halbleiterwafer enthaltenden Subslratlrager 1. 
dcr Scitcnlcilc 6 und cine Oberseite 7 aufweist. Dcr Sub- 
straUrager 1 ist wiederum in ein Behandlungsfluid 4 derart 
eingeseizt. daB die, Oberseite 7 des Substratlragers 1 unter- 
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genuberliegenden Seiien des Subslraliragers 1 sind Haliee- 
lemente 10 vorgesehen. Die Halieelemente 10 weisen je- 
weils ein fl aches. Federelement 25 auf, das in Richtung des 
Substrattragers 12 vorgespannt ist. Das Federelement 25 be- 
sitzl ein in dem nicht dargeslellten Behalter fixiert.es un teres 
Ende 26, sowie ein freies oberes Ende 27. An dem freien 
oberen Ende 27 ist auf der zu dem SubstraUrager 1 weisen- 
den Seite des Federelements 25 ein Vorsprung 30 in der 
Form einer Kuppe ausgebildel. 

Beim Einsetzen des Substrattragers 1 in den Behalter 
wird der Subslratlrager zwischen die Federelemente 25 ein- 
geseizt, und zwar derart, daB diejewciligen Vprsprunge 30 
mil Seitenteilen 6 des Substrattragers in EingrilT kommen 
und die Federelemente 25 leicht nach auBenausgelenkl wer- 
den, urn eine Vorspannkraft in Richtung des Substratlragers 
zu erzeugen. Dadiirch wird ein Kontakidruck zwischen den 
Seitenteilen 6 und den Vorspriingen 30 erzeugt, so daB der 
Substrattragcr zwischen den Haltcclcmcntcn 10 cinge- 
klemmt ist. Der Kontakidruck sollte dabei moglichst gering 
gehallen werden, damit wahrend der beim Einsetzen erzeug- 
ten Reibung moglichst keine Parti kel erzeugt werden. Trotz- 
dem sollte der Kontakidruck ausreichend sein um ein Auf- 
schwimmen des Substrattragers zu verhindern. 

Fig. 5 zeigt ein weiteres. Ausfuhrungsbeispiel. eines erfin- 
dungsgemaBen Halteelements. Das Ausfiihrungsbeispiel ge- 
miiB Fig. 5 besitzt im wesentlichen den gleichen Grundauf- 
bau wie das Ausruhrungsbeispiel gemaB Fig. 4, so daB inso- 
weil keine BescKreibung erfolgl. Der einzige Unterschied 
liegt darin, daB , auf der Ruckseite der Federelemente 25 in 
Hohe des Vorsprungs 30 jeweils ein Magnet 32 angebracht 
ist, und daB in clem riicht dargeslellten Behalter ein Elektro- 
magnet 34 angeordnet ist, der dem Magneien 32 gegeniiber- 
liegt . Der Eleklromagnet 34 wird iiber eine nicht dargestellte 
Steuervorrichtung angesteuert, um den Magneien 32 anzu- 
ziehen oder abzustoBen, pder um eine neutrale Beziehung 
zwischen den Magneten 32, 34 herzustellen! Die Magneien 
32, 34 sind vorzugsweise eingekapselt, um eine Kontanii- 
nierung des Beh'andlungsfluids zu verhindern. 

Beim Einsetzen des Substrattragers 1 in den Behalter 
wird der SubstraUrager zwischen die Federelemente 25 ein- 
geseizt. Dabei werden die Federelentente 25 durch entspre- 
chende Ansteuerung der Elektroniagneten 34 ausgelenkt, 
damit wahrend des Einsetzvorgangs keine Reibung zwi- 
schen den Vorspriingen 30 und den Seitenteilen 6 des Sub- 
strattragers entsteht. Nach dem Einsetzen des Substrattra- 
gers 1 werden die Elektroniagneten 34 entsprechend ange- 
steuert, daB die Federelemente 25 frei gege ben werden und 
sich in Richtung des Substrattragers 1 be wegen. Die Vor- 
spriinge 30 der Federelemente 25 kommen mil den Seiten- 
teilen 6 des Substrattragers 1 in Eingriff. und es wird ein 
Kontaktdmck zwischen den Seitenteilen 6 und den Vor- 
spriingen 30 erzeugt, so daB der SubstraUrager zwischen den 
Halteeiementen 10 eingeklemmt ist. Falls der durch die Fe- 
derwirkung der Federelemente erzeugte Kontakidruck nicht 
ausreichen sollte kann er durch entsprechende Ansteuerung 
der Elektroniagneten 34 erhoht werden. 

Ob won 1 dies in den Figuren nicht dargestelll ist, kann der 
Subslratlrager 1 eine leichte Ausnehmung oder einen Vor- 
sprung aufweisen, um einen besseren Eingriff zwischen den 
Seitenteilen 6 und den Vorspriingen 14 oder 30 zu ermog li- 
chen. 

Die Erfindung wurde zuvor anhand eines bevorzugten 
Ausfuhrungsbeispiels erlautert. Dem Fachmann sind jedoch 
zahlreiche Abvvahdlungen und Ausgestaltungen moglich 
ohne daB dadurch dcr Erfindungsgcdankc vcrlasscn wird. 
Insbesondere sind andere Fomien der vcrschiedenen Haliee- 
lemente denkbar. wobei nur sichergeslellt werden muB. daB 
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insbesondere bei einer Anwendung in Zusammenhang mil 
der Chip- oder Halbleiierfertigung darauf geachtet werdcn, 
daB bei dem Einsetzen des Substratlragers keine odcr nur 
eine geringe Reibung er/eugt wird, um eine Parti kelerzeu- 
gung zu verhindern. Ferner ist die Erfindung auch nichi auf 
die dargestellte Form des Substratlragers und auf die Be- 
handlung von Wafern beschrankt. 



(20) aufweist. 



Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen 



CD 

CO 

? 

Q 

Q 
Or 



O 

o 

"D 



Patent anspriiche 

1. Vorrichtung zur NaBbehandlung von Substraten (2) 
in einem ein Behandlungsfluid (4) enthaltenden Bchal- 
ter, bei der die Substrate (2) zusammen mil einem Sub- 
strattrager (1) in den Behalter einsetzbar sind, dadurcli 
gekennzeichnet, daB in dem Becken wenigstens ein 
mil dem Substrattrager (1) in Eingriff bringbares Hal- 
leelenient (10) vorgesehen ist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zwei Halteelemente (10) vorgesehen 
sind. 

3. Vorrichtung riach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die zwei Halteelemente (10) auf gegen- 
uberliegenden Seiten des Substratlragers (1) angeord- 
net sind. 

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekenn zeichnet, daB wenigstens ein 
Halteelenient (10) ein Federelement (25) ist. 

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, gekennzeichnet durch wenigstens einen Ma- 
gneten (32, 34) zur Auslenkung des Federe lei items 
(25). 

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens ein 
Magnet ein Elektromagnet ist. . 

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der wenigstens 
eine Magnet (32, 34) eingekapselt ist. 

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens ein 
Halteelenient (10) aufblasbar ist. 

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das Halteele- 
ment (10) einen am Substrattrager (1) angreifenden 
Vorsprung (14, 30) aufweist. 

11 . . Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Vorsprung (30) die Fonn einer Kuppe 
aufweist. 

12. Vorrichtung . nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der Vorsprung 
(14) spitz zulauft. 

13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der Substrattra- 
ger (1) eine Ausnehmung oder einen Vorsprung zunt 
Eingriff mil dem Halteelenient (10) aufweist. 

14. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der Vorsprung 
(14, 30) des Halteclements (10) und die Ausnehmung 
komplementare Formen aufweisen. 

15. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das Halteele- 
nient (10) ein schwenkbares Halteglied (20) aufweist. 

16. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiclv:. dadurch gekennzeichnet, daB das Halteglied 
(20) durjh Aufblasen eines Teils (11) des Halteelcnien- 
tes (10) schwenkbar ist. 

17. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
sprtiche, dadurch gekennzeichnet, daB der Subsirattra- 
ger(ll) eine Schulter (16) zum Eingriff des Haltcglieds 
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